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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会（TC288/SC7）归口。
本标准起草单位：北京市劳动保护科学研究所、中国电子工程设计院、英特尔（中国）有限公司、英特尔半导体（大连）有限公司
本标准主要起草人：
电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价细则     
1　 范围
本标准规定了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价的基本原则、依据、范围、方法、程序与内容等要求。
本标准适用于电子器件制造业新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目的职业病危害控制效果评价。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 934 高温作业环境气象条件测定方法
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 5083 生产设备安全卫生设计总则
GB/T 5700 照明测量方法
GB/T 11651 个体防护装备选用规范
GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则
GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件
GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护
GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB 50073 洁净厂房设计规范
GB 50187 工业企业总平面设计规范
GB 50472 电子工业洁净厂房设计规范
GB 50523 电子工业职业安全卫生设计规范
GB 50646 特种气体系统工程技术规范
GB 50781 电子工厂化学品系统工程技术规范
GB 50809 硅集成电路芯片工厂设计规范
GBZ 1 工业企业设计卫生标准
GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素
GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素
GBZ 115 X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准
GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
GBZ/T 160 工作场所有毒物质测定
GBZ 188 职业健康监护技术规范
GBZ/T 189 工作场所物理因素测量
GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定
GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病告知规范
GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病信息指南
GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南
AQ 4201 电子工业防尘防毒技术规范
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
电子器件  electronic device 

在真空、气体或固体中，利用和控制电子运动规律而制成的器件。主要包括半导体分立器件、集成电路、平板显示器件和发光二极管等。
4　 评价基本原则
4.1　 应贯彻落实预防为主、防治结合的方针。
4.2　 应遵循科学、公正、客观、真实的原则。
5　 评价依据
5.1　 法律、法规、规章
应依据我国现行的职业病防治有关的法律、法规、部门规章、规范性文件等。相关法律法规、规章及规范参见附录A。
5.2　 标准
应依据GB 50472、GB 50523、AQ 4201等标准要求。相关标准参见附录A。
5.3　 基础依据
应依据以下基础资料，包括：
a) 政府监管部门审核、审查文件；
b) 建设项目职业病危害预评价报告和职业病防护设施设计；
c) 建设项目设计及试运行情况的有关资料；
d) 职业卫生调查、职业卫生检测和职业健康监护资料；
e) 建设施工期职业病危害防治总结报告等。
5.4　 其他依据
应依据与评价工作有关的其他资料。
6　 评价范围
6.1　 应以建设项目实际建设内容为准，并包括建设项目建设施工和设备安装调试过程。
6.2　 对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，还应包括与实际建设内容相关的设备设施利旧内容。
7　 评价方法
7.1　 可采用职业卫生现场调查、职业卫生检测等方法收集相关数据和资料。
7.2　 可采用检查表分析法、职业病危害作业分级、辐射防护屏蔽计算等方法进行综合分析以及定性和定量评价。
8　 评价程序与内容
8.1　 准备阶段
8.1.1　 收集资料
应收集以下主要资料：
f) 建设项目职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计，以及政府监管部门对建设项目在可行性研究阶段和设计初步阶段的审核、审查意见；
g) 建设项目的技术资料，主要包括：
1) 建设项目概况；
2) 劳动定员（包括所有正式工、劳务派遣工、外委工等）及男女职工人数、工作制度、工作场所、工作内容及工作方式；
3) 电子器件生产过程可能产生职业病危害的原辅料、中间品、产品的用量、产量及其化学品安全说明书； 

4) 电子器件生产工艺及过程；
5) 电子器件生产设备及其有关职业病危害的中文说明书；
6) 采取的主要职业病防护设施和应急救援设施的设置及运行、维护情况；
7) 建设项目地理位置图、总平面布置图、纵向布置图、暖通空调净化系统图、生产车间工艺设备布置图等有关图纸；
8) 建筑卫生学与辅助用室设置资料；
9) 建设单位日常监测记录；
10) 接触职业病危害因素作业人员的职业健康监护资料；
11) 建设单位的职业卫生管理相关资料（包括职业卫生管理制度、职业病防护用品的配备和发放记录、职业病危害告知及警示标识的设置情况、职业卫生培训记录等）。
h) 项目试运行情况相关资料；

i) 项目在职业病防护方面的经费投入情况；
j) 国家、地方、行业有关职业卫生方面的法律、法规、标准、规范；
k) 建设施工单位职业卫生管理制度及落实情况等相关资料。
8.1.2　 编制评价方案
8.1.2.1　 应以科学性、实用性、针对性为原则。
8.1.2.2　 应包括评价任务由来、评价目的、编制依据、评价方法、范围及内容、建设项目概况及试运行情况、职业卫生调查内容、职业卫生检测方案以及组织计划（包括质量控制措施、工作进度、人员分工、经费）等内容。
8.2　 实施阶段
8.2.1　 职业卫生调查
8.2.1.1　 项目概况与试运行情况调查
应调查建设项目生产的电子器件的种类、规模、主要工程内容、“三同时”执行情况、预评价情况及试运行情况等。
8.2.1.2　 总体布局和设备布局调查
应调查建设项目的平面布置、竖向布置、生产工艺及设备布局等基本情况，包括：
l) 建设项目总平面布置情况；
m) 产生职业病危害因素的多层建筑物的竖向布置情况；
n) 产生化学毒物、粉尘、噪声、紫外辐射、高频电磁场、工频电场、激光辐射、X射线、高温等职业病危害因素的生产工艺及设备布局情况。
8.2.1.3　 职业病危害因素调查
应调查生产工艺过程、生产环境和劳动过程中存在的职业病危害因素并开展工时调查：
o) 职业病危害因素的来源调查：
1) 应按照所划分的评价单元，调查生产工艺过程中各评价单元产生的职业病危害因素及其来源、理化性质与分布。建设项目主要生产工艺存在或产生的职业病危害因素种类参见附录B。
2) 应调查不良微小气候、高温、低温等生产环境中的职业病危害因素。
3) 应调查不合理的劳动组织和作息制度、长期视屏作业，以及显示装置、控制台、座椅等不符合人机工效学的设计等劳动过程中的职业病危害因素。
p) 职业病危害因素接触情况调查：
1) 作业人员所在岗位名称；
2) 可能停留的工作地点；
3) 在各工作地点的主要工作内容、工作方式；
4) 在各工作地点可能接触的职业病危害因素种类、接触方式、接触时间和接触频率。
8.2.1.4　 职业病危害因素监测情况调查
应调查建设项目主要职业病危害因素的日常监测制度、监测设备、监测位置、监测频率、监测方式、监测人员和各种数据记录等。
8.2.1.5　 职业病防护设施调查
8.2.1.5.1　 应调查职业病防护设施的种类、名称、型号、参数、数量、设置地点及运行维护状况等。电子器件制造业建设项目主要职业病防护设施参见附录C。

8.2.1.5.2　 电子器件制造业生产和辅助单元应重点调查以下职业病防护设施：
q) 半导体分立器件和集成电路制造业应重点调查以下职业病防护设施：
1) 清洗、扩散、化学机械抛光工艺设置的防毒、减振降噪设施；
2) 离子注入工艺设置的防毒、减振降噪、防高频电磁场和防X射线设施；
3) 光刻工艺设置的防毒、减振降噪和防紫外辐射设施；
4) 刻蚀、薄膜、金属化工艺设置的防毒、减振降噪和防高频电磁场设施；
5) 测试工艺设置的防毒、防X射线设施；

6) 特气化配系统、特殊气体库及化学品库设置的防毒设施。

r) 平板显示器件制造业应重点调查以下职业病防护设施：
1) 阵列、彩膜工艺设置的防毒、防尘、减振降噪、防高频电磁场、防紫外辐射和防X射线设施；
2) 成盒/制屏工艺设置的防毒、防尘、减振降噪、防高温、防紫外辐射和防X射线设施；
3) 测试工艺设置的减振降噪、防激光和防X射线设施；

4) 化学品配送系统、气体供应间、化学品库设置的防毒设施。
s) 发光二极管制造业应重点调查以下职业病防护设施：
1) 清洗工艺设置的防毒、减振降噪设施；
2) 光刻工艺设置的防毒、减振降噪和防紫外辐射设施；
3) 刻蚀工艺设置的防毒、减振降噪和防高频电磁场设施；
4) 蒸镀、减薄、划裂工艺设置的防尘、减振降噪设施；
5) 点测工艺设置的防毒设施；

6) 气体供应间、特殊气体间及化学品库设置的防毒设施。

8.2.1.5.3　 电子器件制造业公用工程单元应重点调查以下职业病防护设施：
t) 锅炉房设置的防毒、减振降噪和防高温设施；

u) 纯水制备系统、应急发电机组设置的防毒、减振降噪设施；

v) 废水处理系统、废液回收系统设置的防毒设施；

w) 供配电系统设置的防工频电场设施；

x) 冷冻机组、空压机组、新风与空调系统及制氢站设置的减振降噪设施。

8.2.1.6　 应急救援设施调查
应调查建设项目可能发生职业病危害因素泄漏、逸出或者聚积的工作场所的应急救援设施的种类、名称、型号、参数、数量、设置地点及运行维护状况等，并重点关注监测报警装置、强制通风设施、现场紧急处置设施以及急救或紧急处置用品。
应调查建设项目外围的医疗机构、消防队等应急救援能力及应急联动情况。
电子器件制造业建设项目主要应急救援设施参见附录D。
8.2.1.7　 职业病防护用品调查
应调查接触职业病危害因素的作业人员所配备的职业病防护用品的种类、名称、型号、数量、性能参数、适用条件、发放记录、现场佩戴情况以及防护用品使用管理制度等。
电子器件制造业建设项目主要职业病防护用品配备参见附录E。
8.2.1.8　 建筑卫生学调查
建筑卫生学应调查以下内容：
y) 采暖设施设置位置、采暖方式及采暖温度等；
z) 全面通风采取的通风方式，机械通风的设置场所、参数、通风口位置等；
aa) 空气调节系统的设置场所、参数、新风口位置等；
ab) 自然采光、照明设备的设置等；
ac) 建筑结构、微小气候等建筑卫生学情况。
8.2.1.9　 辅助用室调查
应调查建设项目工作场所办公室、卫生用室（更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室的设置位置、数量及使用情况。
8.2.1.10　 职业卫生管理情况调查
建设项目职业卫生管理情况应调查以下内容：
ad) 职业卫生管理组织机构设置及人员配置情况；
ae) 职业病防治计划与实施方案及执行情况；
af) 职业卫生管理制度与操作规程及执行情况；
ag) 职业病危害因素定期检测制度及执行情况；
ah) 职业病危害告知情况；
ai) 职业卫生培训情况；
aj) 职业健康监护制度及执行情况；
ak) 职业病危害事故应急救援预案及演练情况；
al) 职业病危害警示标识及中文警示说明设置状况；
am) 职业病危害申报情况；
an) 职业卫生档案管理情况；
ao) 职业病危害防治经费等。
8.2.1.11　 职业健康监护情况调查
应调查建设项目职业健康检查的实施范围与种类、职业健康监护档案的建立与管理以及职业禁忌证的安置情况和既往职业病的发病情况。
8.2.2　 职业卫生检测
8.2.2.1　 职业病危害因素检测
依据GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192等相关标准，开展建设项目职业病危害因素现场检测。电子器件制造业建设项目职业病危害因素参考附录B。
8.2.2.2　 职业病防护设施检测
8.2.2.2.1　 应在建设项目设备满负荷或正常运行情况下对职业病防护设施进行现场检测。
8.2.2.2.2　 应检测电子器件生产过程中化学毒物危害严重的设备通风装置的防护效果，检查其风量、控制风速等参数是否满足GBZ 1、GB 50472、GB 50523、GB 50646、GB 50781和GB 50809的要求。
8.2.2.2.3　 通风装置的风量、控制风速等参数的检测方法应符合GB/T 16758的要求。
8.2.2.2.4　 应检测电子器件生产过程中产生X射线的设备装置的防护效果，检查其周围X射线外照射剂量率是否满足GBZ 115的要求。
8.2.2.3　 建筑卫生学检测
依据GB/T 934、GB/T 5700等相关标准，开展建设项目照度、新风量、微小气候等现场情况的检测。
8.2.3　 职业病危害评价
8.2.3.1　 职业病防护设施评价
8.2.3.1.1　 依据GB/T 16758、GB 18871、GB 50523、GB 50646、GB 50781、GB 50809、GBZ 1、GBZ 115、AQ 4201等相关标准，结合职业病防护设施日常监测结果、定期检测结果以及企业在设备安装调试、验收过程中的数据，评价职业病防护设施设置的合理性与有效性。
8.2.3.1.2　 电子器件制造业建设项目应重点关注以下职业病防护设施的有效性：
ap) 防毒设施应重点关注：
1) 化学物质集中存放的储存场所宜设有毒物泄漏监测与报警装置，并设置事故通风设施及联动装置；

2) 化学物质的分发系统采用自动化；
3) 化学物质的周转及输送过程应严格密闭，并设置泄漏报警、强制排风装置；
4) 化学物质的使用过程应严格密闭，并设置安全联锁；
5) 工艺使用后残留的化学物质应有组织排放，并设置处理装置；
6) 工艺设备应设置局部排风系统；
7) 高毒类化学品应严格控制其流转程序；

8) 天然气锅炉房、废气处理系统和废水处理系统宜密闭，并设置通风设施。
aq) 减振降噪设施应重点关注：
1) 洁净厂房工艺设备、锅炉房、纯水制备系统、废水处理系统、废气处理系统、新风与空调系统、冷冻机组、空压机组、应急发电机组及实验室的噪声控制；
2) 建筑结构、平面布置及设备布局的噪声控制。
ar) 防尘设施应重点关注全室或局部机械通风系统的有效性。
as) 防电磁辐射（包括紫外辐射、高频电磁场、激光、工频电场）设施应重点关注设备的密闭性与安全联锁措施。
at) 防X射线设施应重点关注设备的射线屏蔽措施和安全联锁措施。
au) 防高温设施应重点关注设备/管道的隔热效果。
8.2.3.1.3　 应核实所设置的职业病防护设施在合理性与有效性方面是否存在不足，并提出针对性的防护设施改进建议。
8.2.3.1.4　 建设单位已经按措施建议完成整改的，应进行复核。
8.2.3.2　 职业病防护用品评价
8.2.3.2.1　 依据GB/T 11651、GB/T 18664、AQ 4201等相关标准，评价职业病防护用品配备的符合性与有效性，并评价职业病防护用品的分发、清洗、保养等管理制度和措施落实的合规性。
8.2.3.2.2　 职业病防护用品配备、使用和管理存在问题的，应提出针对性的改善措施建议。
8.2.3.2.3　 建设单位已经按措施建议完成整改的，应进行复核。
8.2.3.3　 职业病危害因素评价
8.2.3.3.1　 应综合考虑职业病危害因素的监测检测结果、职业病防护设施的监测检测结果和职业病防护用品调查结果，对照GBZ 2和GB 18871，评价作业人员接触职业病危害因素水平的符合性。
8.2.3.3.2　 作业人员接触职业病危害因素的浓度或强度超过GBZ 2和GB 18871规定的限值时，应分析超标原因以及生产工艺、职业病防护设施的先进水平，并提出针对性的控制措施建议。
8.2.3.3.3　 建设单位已经按措施建议完成整改的，应进行复核。
8.2.3.4　 总体布局与设备布局评价
依据GB 5083、GB/T 12801、GB 50073、GB 50187、GB 50472、GB 50523、GB 50646、GB 50781、GB 50809、GBZ 1及AQ 4201等相关标准，评价建设项目总体布局及设备布局的符合性。
8.2.3.5　 建筑卫生学评价
8.2.3.5.1　 依据GB/T 12801 、GBZ 1及GB 50523等相关标准，评价建设项目的建筑结构、采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学的符合性。
8.2.3.5.2　 对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应对其所依托的建筑卫生学的符合性进行评价。
8.2.3.6　 辅助用室评价
8.2.3.6.1　 依据GBZ 1确定不同车间的车间卫生特征等级。
8.2.3.6.2　 依据GBZ 1、GB 50523等相关标准，评价建设项目的办公室、卫生用室（更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、食堂、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室的符合性。
8.2.3.6.3　 对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目，应对其所依托的辅助用室的符合性进行评价。
8.2.3.7　 职业卫生管理评价
应分析建设项目在建设期和建成投入生产或使用后的各项职业卫生管理制度的内容，并按GB 2894、GBZ 1、GBZ 158、GBZ 188、GBZ/T 203、GBZ/T 204及《工作场所职业卫生监督管理规定》等的规定对其符合性及执行情况进行评价，包括：
av) 职业卫生管理组织机构及专（兼）职职业卫生管理人员配备情况；
aw) 职业病防治规划、实施方案（应包括实施时间、实施内容及实施进度等）；
ax) 职业病危害防治责任制度，明确其主要负责人、分管负责人、管理人员以及作业人员等各类人员的职业病防治责任和义务，职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求，以及为接触职业病危害因素的作业岗位制定的职业卫生操作规程；
ay) 职业病危害监测制度、检测与评价机构的资质和能力、职业病危害因素检测报告、日常监测计划及报告等；
az) 职业病危害告知制度及执行情况，劳动合同或外包合同中职业病危害因素告知及责任划分情况，告知栏设置情况，职业病防治的规章制度和操作规程、职业病危害事故应急救援措施、职业病危害因素检测结果等现场公布情况，工作场所职业病危害因素分布以及相对应的告知情况；
ba) 职业病防治宣传教育培训制度，企业主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训以及作业人员进行上岗前和在岗期间的职业卫生培训情况，职业卫生培训机构、实施时间、培训方式、培训内容、培训人数、考核情况；
bb) 职业健康监护制度、计划及执行情况；
bc) 职业病危害事故处置与报告制度、处置与报告记录以及职业病危害事故应急救援管理制度、应急救援预案及演练情况；

bd) 职业病危害警示制度及执行情况，警示标识和中文警示说明、警示线等设置情况；
be) 职业病危害项目申报制度、申报情况；

bf) 建设项目职业卫生“三同时”管理制度及执行情况；

bg) 职业病防护设施维护检修制度及执行情况；
bh) 职业卫生档案管理制度和各档案内容及管理情况；
bi) 职业病防护设施设置及维护、职业病防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测与评价、警示标识设置、应急救援设施设置等职业卫生专项投资概算情况及使用落实情况。
8.2.3.8　 职业健康监护评价
bj) 应分析建设项目（包括外委工）的职业健康监护制度、职业健康监护结果等，并依据GBZ 188、GBZ/T 225等相关标准对其符合性及执行情况进行评价，包括：
bk) 职业健康检查年度计划（包括电子器件制造业接触职业病危害因素种类与接触人数、应实施职业健康检查的人数、所实施健康检查的目标及检查项目、拟定检查时间等）及执行情况；
bl) 职业健康检查机构资质是否满足职业健康检查要求；
bm) 职业健康检查的类型、检查时间、检查人数、体检率、检查项目及检查周期；
bn) 分析职业健康检查结果，重点关注疑似职业病、职业禁忌证人员及既往职业病的职业健康检查结果和职业史等，并分析其产生原因；
bo) 职业健康检查结果告知情况、职业健康检查结果异常人员后续安置情况等。
8.2.3.9　 事故预防和应急措施分析
8.2.3.9.1　 根据可能发生的急性职业病危害事故，分析建设项目设置的事故预防和应急设施/措施是否具备针对性、可行性，是否满足要求。
8.2.3.9.2　 应关注使用和储存化学毒物的场所是否设置毒物泄漏监测与报警装置、事故通风设施以及紧急喷淋洗眼器，且报警装置与事故通风设施是否进行联动。
8.2.3.9.3　 应重点分析生产系统非正常状态下的事故预防和应急设施/措施。生产系统非正常状态包括：
bp) 停机检修、维修状态；
bq) 气路系统、化学品输送/分发系统的维护；
br) 人工更换化学品钢瓶/罐；

bs) 化学品的装卸。
8.2.3.10　 正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析
根据各种工程控制、职业病防护设施/措施、管理制度设置及运行情况，结合职业病危害因素检测和监测结果，对正常生产后建设项目的职业病防治效果进行预期分析与评价。
8.2.4　 提出措施建议
8.2.4.1　 应针对电子器件制造业试运行阶段仍存在的不足，在职业卫生管理、职业病防护设施、个体防护、职业健康监护、应急救援等方面，具体提出职业病危害控制的补充措施建议。
8.2.4.2　 建设单位因不满足法律法规的要求必须按措施建议完成整改的，应进行复核。
8.2.5　 给出评价结论
应在全面分析评价工作的基础上，总结电子器件制造业建设项目职业病危害的关键控制点，明确以下内容：
bt) 建设项目的职业病危害风险类别；
bu) 建设项目的主要职业病危害因素及其接触水平、职业病防护设施、职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理等各分项评价结论；
bv) 建设项目当前是否能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；
bw) 建设项目在将来正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能否符合国家和地方对职业病防护方面法律、法规、标准的要求。
8.3　 报告编制阶段
8.3.1　 汇总实施阶段获取的各种资料、数据，完成职业病危害控制效果评价报告与资料性附件的编制。
8.3.2　 职业病危害控制效果评价主报告应全面、概括地反映建设项目控制效果评价工作的结论性内容，应用语规范、表述简洁，并单独成册。
8.3.3　 资料性附件应包括以下有关资料： 

bx) 评价依据；
by) 现场调查；
bz) 职业病危害因素识别与分析；
ca) 职业病危害因素、建筑卫生学、职业病防护设施性能参数的检测过程及数据计算过程；
cb) 其他评价内容的调查与分析过程；
cc) 建设项目立项文件、地理（区域）位置图、总平面布置图等原始资料；
cd) 其他与建设项目有关的资料。
附　录　A 
（资料性附录）
相关法律法规、规章及标准

A.1　 概述
本资料性附录给出了电子器件制造业建设项目职业病危害控制效果评价应依据的法律、法规、规章及相关标准。
A.2　 国家法律、法规
《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年）中华人民共和国主席令第6号
《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）中华人民共和国主席令第13号
《中华人民共和国劳动法》（2011年修订）中华人民共和国主席令第28号
《中华人民共和国职业病防治法》（2011年）中华人民共和国主席令第52号
《中华人民共和国未成年人保护法》（2012年）中华人民共和国主席令第65号
《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）中华人民共和国主席令第69号
《中华人民共和国劳动合同法》（2012年）中华人民共和国主席令第73号
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年）国务院令第352号
《突发公共卫生事件应急条例》（2011年修订）国务院令第376号
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年）国务院令449号
《工伤保险条例》（2003年）国务院令586号
《危险化学品安全管理条例》（2011年）国务院令第591号
《女职工劳动保护特别规定》（2012年）国务院令第619号
A.3　 部门规章
《生产经营单位安全培训规定》（2006年）国家安全生产监督管理总局令第3号
《工作场所职业卫生监督管理规定》（2012年）国家安全生产监督管理总局令第47号
《职业病危害项目申报办法》（2012年）国家安全生产监督管理总局令第48号
《用人单位职业健康监护监督管理办法》（2012年）国家安全生产监督管理总局令第49号
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（2012年）国家安全生产监督管理总局令第51号
《放射工作人员职业健康管理办法》（2007年）卫生部令第55号
《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（2011年）环保部令第18号
A.4　 规范性文件
《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》ZW-JB-2014-003 国家安全生产监督管理总局
《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总安健〔2015〕16号）国家安全生产监督管理总局
《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》（安监总安健〔2012〕73号）国家安全生产监督管理总局
《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健〔2012〕89号）国家安全生产监督管理总局
《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健〔2013〕171号 国家安全生产监督管理总局
《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111 号 国家安全生产监督管理总局
《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》安监管危化字〔2014〕43号
《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕第48号
《职业病危害因素分类目录》卫生部卫法监发〔2002〕第63号
《高毒物品目录》卫生部卫法监发〔2003〕142号
《工业企业职工听力保护规范》卫生部卫法监发〔1999〕第620号
《劳动防护用品配备标准(试行)》国经贸〔2000〕189号
《关于发布射线装置分类办法的公告》（2006年）国家环境保护总局公告第26号
A.5　 标准
《高温作业环境气象条件测定方法》GB/T 934-2008
《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

《照明测量方法》GB/T 5700-2008

《个体防护装备选用规范》GB/T 11651-2008

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

《离子注入机通用规范》GB/T 15862-2012

《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758-2008

《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T 18664-2002

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB l8871-2002

《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009

《个体防护装备配备基本要求》GB/T 29510-2013

《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003

《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014
《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《锅炉房设计规范》GB 50041-2008

《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013

《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008

《电子工业职业安全卫生设计规范》GB 50523-2010

《特种气体系统工程技术规范》GB 50646-2011

《电子工厂化学品系统工程技术规范》GB 50781-2012

《硅集成电路芯片工厂设计规范》GB 50809-2012

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2-2007

《放射工作人员健康标准》GBZ 98-2002

《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ 115-2002
《职业性外照射个人监测规范》GBZ 128-2002

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ 159-2004
《工作场所空气有毒物质测定》GBZ/T 160-2004

《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014

《工作场所物理因素测量》GBZ/T 189-2007
《工作场所空气中粉尘测定》GBZ/T 192-2007

《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T 194-2007
《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》GBZ/T 195-2007

《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》GBZ/T 203-2007

《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》GBZ/T 204-2007

《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T 205-2007

《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T 211-2008
《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T 223-2009

《职业卫生名词术语》GBZ/T 224-2010

《用人单位职业病防治指南》GBZ/T 225-2010

《工作场所职业病危害作业分级》GBZ/T 229-2010
《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

《放射工作人员职业健康监护技术规范》GBZ 235-2011

《电子工业防尘防毒技术规范》AQ 4201-2008
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQ/T 9002-2006
《电子工业生产经营单位生产安全事故应急管理体系建立指南》SJ/T 11464-2013
《电子工业职业安全卫生设计规定》SJ/T 30002-1994

A.6　 其他
附　录　B 
（资料性附录）
存在或产生的主要职业病危害因素列举

表B.1至表B.3列举了电子器件制造业建设项目存在或产生的主要职业病危害因素。
表A.1　 半导体分立器件与集成电路制造业存在或产生的主要职业病危害因素列举

	评价单元
	岗位
	化学有害因素
	物理因素

	生产单元
	清洗
	砷化氢、过氧化氢、硫酸、异丙醇、氟化氢（氢氟酸）、氟化物（氟化氨）、二氧化氮（硝酸）、乙酸（醋酸）、磷酸、丙酮、二氧化碳、氢氧化钾
	噪声

	
	扩散
	氨、氯化氢、1,2-二氯乙烯、异丙醇、乙二醇、硅烷、二(异丙基氨基)二甲基硅烷、乙硼烷、四氢化锗、一氧化二氮、二氧化氮、磷化氢、砷化氢、氟化氢、氟化物
	噪声

	
	离子注入
	三氟化硼、磷化氢、砷化氢、四氟化锗、四氟化硅、磷烷、砷烷、氯化铟、三氧化二锑、一氧化碳、六氟化硫
	X射线、高频电磁场、噪声

	
	光刻（包括涂胶、曝光和显影）
	异丙醇、乳酸乙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙酮、正丁醇、四甲基氢氧化铵、六甲基二硅氮烷、N-甲基吡咯烷酮、氟化物、乙酸丁酯
	紫外辐射、噪声、辐射源项

	
	干蚀刻 
	氯气、一氧化碳、溴化氢、六氟化硫、全氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟环戊烯、四氟甲烷、二氟甲烷、三氟甲烷
	高频电磁场、噪声

	
	湿蚀刻
	过氧化氢、异丙醇、氨、氯化氢、氟化氢、氟化铵、硫酸、磷酸、四甲基氢氧化铵
	

	
	薄膜（包括氧化、化学气相沉积、溅射）
	磷化氢、氨、一氧化二氮、二甲基二甲氧基硅烷、Ti(N(CH3)2)4 、三氟化氮、硅烷、六氟化钨、乙二醇
	高频电磁场、噪声

	
	溅射
	六氟化钨、四氯化钛、氯氟化物
	高频电磁场、噪声

	
	铜工艺（*半导体分立器件无该工序）
	氯化氢、氟化氢、硫酸、磷酸、过氧化氢、异丙醇、甲基磺酸、四甲基氢氧化铵、硫酸铜
	

	
	化学机械抛光（*半导体分立器件无该工序）
	氢氧化钾、过氧化氢、氨、二氧化碳、乙酸（醋酸）
	噪声

	
	筛选与测试
	异丙醇、乙酸
	X射线

	生产辅助单元
	特气化配系统 
	氨、磷化氢、二氧化碳、氟化物、一氧化氮、二氧化氮、氯、氯化氢、氟化氢、氯化氢、溴化氢、砷化氢、过氧化氢、磷酸、硫酸、盐酸、乙醇胺、氢氧化钠、异丙醇、丁醇、硝酸、乙二醇、氟化铵、一氧化碳、四氢化锗、六氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟环戊烯、四氟甲烷、二氟甲烷、三氟甲烷、四甲基氢氧化铵
	

	
	特殊气体库
	三氟化氮、一氧化二氮、硅烷、氢气、氮气、氧气、氩、氦
	


表B.1  半导体分立器件与集成电路制造业存在或产生的主要职业病危害因素列举（续）

	评价单元
	岗位
	化学有害因素
	物理因素

	生产辅助单元
	化学品库
	二氧化氮、氟化氢、过氧化氢、磷酸、硫酸、氨、乙醇胺、氢氧化钠、异丙醇、丁醇、乙二醇、甲醇、乳酸乙酯、氢氧化钾、氯化氢及盐酸、丙酮、正丁醇、硫酸、双氧水、氟化铵、氟化氢、硝酸、甲基磺酸、硫酸铜
	

	公用工程单元
	锅炉房
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声

	
	纯水制备系统
	聚合氯化铝、次氯酸钠、氯
	噪声

	
	废水处理系统
	氟化氢、硫酸、氨、硫化氢、磷化氢、氯化氢、磷酸、盐酸、氢氧化钠、氯、其他粉尘
	噪声

	
	供配电系统
	
	工频电场

	
	冷冻机组、空压机组、新风与空调系统
	
	噪声

	
	应急发电机组
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声


表A.2　 平板显示器件制造业存在或产生的主要职业病危害因素列举

	评价单元
	岗位
	化学有害因素
	物理因素

	阵列
	清洗
	四甲基氢氧化铵、氢氧化钾
	噪声

	
	溅射
	
	高频电磁场、噪声

	
	溅射靶材维修
	氧化钼、氧化锡、氧化铝、氧化钛、氧化铜、氧化铟、氧化锡等粉尘
	

	
	化学气相沉积
	硅烷、磷化氢、三氟化氮、氨
	高频电磁场、噪声、紫外辐射

	
	光刻（涂胶、曝光和显影）
	丙二醇甲醚醋酸酯、四甲基氢氧化铵
	紫外辐射、噪声、X射线

	
	干法刻蚀
	氯化氢、氯气、六氟化硫、四氟化碳、三氟化氮、氟化氢
	高频电磁场、噪声

	
	湿法刻蚀
	硫酸、磷酸、硝酸（氧化氮）、乙酸、氢氟酸、氟化铵、草酸、双氧水
	

	
	光刻胶剥离
	二乙二醇单甲基醚、二乙二醇丁醚、二乙醇胺、乙醇胺、N-甲基甲酰胺、异丙醇
	

	彩膜
	清洗
	四甲基氢氧化铵、氢氧化钾
	噪声

	
	溅射
	
	高频电磁场、噪声

	
	溅射靶材维修
	氧化锡、氧化铟等粉尘
	


表B.2   平板显示器件制造业存在或产生的主要职业病危害因素列举（续）
	评价单元
	岗位
	化学有害因素
	物理因素

	彩膜
	光刻（涂胶、曝光和显影）
	丙二醇甲醚醋酸酯、氢氧化钾、环己酮、3-乙氧基丙酸乙酯、丙烯酸化合物、臭氧
	紫外辐射、噪声

	成盒/制屏
	清洗
	四甲基氢氧化铵、异丙醇、氢氧化钾、丙酮
	

	
	涂聚酰亚胺膜及固化
	γ-丁内酯、乙二醇丁醚、N-甲基吡咯烷酮
	X射线

	
	涂封框胶及固化
	
	高温

	
	紫外及热固化
	
	紫外辐射、X射线

	
	切割断屏
	矽尘
	噪声

	测试
	测试
	
	激光、X射线、噪声

	生产辅助单元
	化学品配送系统
	丙酮、异丙醇、过氧化氢、氢氧化钾、乙二醇、氨、磷酸、硝酸、乙酸、硫酸、盐酸
	

	
	气体供应间
	硅烷、氨、磷化氢、氟化物、氯气、氨
	

	
	化学品库
	四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、丙二醇甲醚醋酸酯、过氧化氢、5-氨基四氮唑、亚氨基二乙酸、氟化氢铵、二乙二醇单甲基醚、二乙二醇丁醚、二乙醇胺、乙醇胺、N-甲基甲酰胺、丙酮、异丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、二氯甲烷、乙酸、氢氧化钠、硝酸、氟化氢
	

	公用工程单元
	锅炉房
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声

	
	纯水制备系统
	盐酸、氢氧化钠
	噪声

	
	废水处理系统
	氢氧化钠、氢氧化钙、聚合硫酸铁、聚氯化铝、硫酸、硫化氢、氨
	噪声

	
	废气处理系统
	磷化氢、三氟化氮、氨、氟化氢、二甲基乙酰胺、四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、丙二醇甲醚醋酸酯、过氧化氢、5-氨基四氮唑、亚氨基二乙酸、氟化氢铵、二乙二醇单甲基醚、二乙二醇丁醚、二乙醇胺、乙醇胺、N-甲基甲酰胺、异丙醇、丙酮、氯化氢、氯、硫酸、氢氧化钠、二氧化氮
	高温、噪声

	
	废液回收系统
	四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、丙二醇甲醚醋酸酯、过氧化氢、5-氨基四氮唑、亚氨基二乙酸、氟化氢铵、二乙二醇单甲基醚、二乙二醇丁醚、二乙醇胺、乙醇胺、N-甲基甲酰胺、异丙醇、丙酮、硫酸、磷酸、二氧化氮
	

	
	供配电系统
	
	工频电场

	
	冷冻机组、空压机组、新风与空调系统
	
	噪声

	
	应急发电机组
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声


表A.3　 发光二极管制造业存在或产生的主要职业病危害因素列举

	评价单元
	岗位
	化学有害因素
	物理因素

	生产单元
	清洗
	盐酸、硫酸、过氧化氢、丙酮、乙醇、氮气、硝酸
	噪声

	
	光刻（包括匀胶、烘干、曝光、显影）
	酚醛树脂、丙二醇醚酯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、四甲基氢氧化铵、氨、臭氧
	紫外辐射、噪声

	
	刻蚀（包括湿法刻蚀和干法刻蚀）
	氯气、三氯化硼、氩气、氧气、六氟乙烷、氦气、盐酸、硫酸、过氧化氢、三氯化铁、氟化氢、氟化物、N-甲基吡咯烷酮
	高频电磁场、噪声

	
	蒸镀
	金、镍、铟、钛、铝
	噪声

	
	减薄、划裂
	氧化铝粉尘
	噪声

	
	点测
	异丙醇 
	

	生产辅助单元
	气体供应
	氨、氯气
	

	
	特气间、化学品库
	氯气、氟化氢、过氧化氢、丙酮、盐酸、硫酸、氢氧化钠、异丙醇
	

	公用工程单元
	锅炉房
	一氧化碳、二氧化碳
	高温、噪声

	
	纯水制备系统
	氢氧化钠、氯气
	噪声

	
	废水处理系统
	硫酸、氟化氢、氟化钙、氢氧化钠
	噪声

	
	废气处理系统
	硫酸、氢氧化钠、盐酸、氨、氯气、氢氟酸、异丙醇、环己酮
	噪声

	
	供配电系统
	
	工频电场

	
	制氢站
	
	噪声

	
	冷冻该机组、空压机组、新风与空调系统
	
	噪声

	
	应急发电机组
	一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
	噪声


附　录　C 
（资料性附录）
常见职业病防护设施/措施列举

表C.1列举了电子器件制造业建设项目常见的职业病防护设施/措施。
表A.4　 电子器件制造业建设项目常见职业病防护设施/措施列举
	序号
	防护类别
	采取的常见职业病防护设施/措施

	1
	防毒
	1.使用化学品的工艺设备采取原料输送密闭、化学反应过程密闭、产品工艺周转过程密闭、工艺废气排放密闭的控制措施。
2.生产工序均在设备的密闭腔体内完成，腔体内设有废气收集装置，集中排放至处理系统；设备设置了多种安全联锁，如反应腔真空联锁、真空泵联锁、舱盖联锁、反应腔观察窗口射频联锁、气体分发装置排气联锁、气体分发装置腔门联锁、现场气体检测联锁、泄漏联锁等，可在打开腔门、现场气体检测报警、化学物质泄漏等状态下，切断气体向生产设备的供应，避免泄漏。
3.工艺生产所需化学药液及特气均采用自动传输方式，为避免泄漏，设计中采取了双层套管，并设置过流量阀，以便在紧急状况时切断化学品或特气供应。在特气化配送厂房内设有烟气感应、特定化学物质感应、液体泄漏感应警报装置，并与自动消防设施及强制排风装置联动。
4.使用有毒化学药液和特气的设备，工艺过程都在密闭的反应腔中进行。在生产过程中产生的化学蒸气，经收集后通过管道传送至现场废气喷淋处理设施处理达标后再接入全厂的废气处理系统，经过两级处理之后才能排入大气。同时，密闭设备处还安装有泄漏探测和泄漏保护装置。
5.在设备内安装局部排风系统，通过管道把剩余的反应气体和有毒物质排到屋外的尾气处理装置进行处理，同时在局部排风管内安装风压联锁和报警装置，当风量低于控制风压时，则报警和停机，以防排风装置的故障造成化学物质的外泄。
6.毒性较大的化学物质，使用气瓶存储、管道密闭输送，并在设备舱体中密闭使用，舱体内设有废气收集排放装置，并辅助设有气体泄漏检测探头和联锁系统，操作人员不直接接触。

7.特气化配厂房化学品分发装置自动化，设置毒物泄漏检测与报警装置，并设置事故通风设施，报警装置与事故通风设施进行联动。另外，气体泄漏感应器连接到系统及消防队等。

8.天然气锅炉房使用密闭容器、无缝钢管储存、输送甲烷，锅炉间单独布置于动力站内，并设有机械排风系统，燃烧的废气有组织排放，并设有动力系统中央控制室。

9.废气处理系统的洗涤系统加药装置均经管道加药，且定期向贮罐内补充。

10.废水处理加药系统中药剂均以液态形式经管道加药，定期向贮罐内补充；加药间设有机械通风换气系统，加药装置设有围堰和排水沟；废水处理站设有废水原水槽和事故水槽，水槽采取密闭方式，挥发的有害气体有组织的排放。
11.备用柴油系统单独设置，通过输油管道输送至锅炉及备用发电机。

	2
	减振降噪
	1.通过控制声源对噪声进行控制，主要包括：

（1）设备按低噪声选型；
（2）设备设置减振垫、减振吊架、减振底座等减振装置和隔声外壳等；
（3）设备进头处采用柔性软接头，风管设有消声器和消声弯头；
（4）对振动较强的大功率动力设备设置了水泥基座+钢构+减振弹簧综合减振、隔振基础。
2.通过建筑结构、平面布置及设备布局进行噪声控制。


表C.1   电子器件制造业建设项目常见职业病防护设施/措施列举（续）

	序号
	防护类别
	采取的常见职业病防护设施/措施

	3
	防尘
	设置全室或局部机械通风系统

	4
	防电磁辐射（包括高频电磁场、紫外辐射、激光）
	1.机台采用金属屏蔽；
2.设备反应舱设置安全联锁。

	5
	防电离辐射（包括X射线）
	1.设备采用射线屏蔽；
2.设备设置有安全内部联锁；
3.设备设置出束警示灯、电源指示灯；
4.设备设置急停开关。

	6
	防高温
	1.高温区设有轴流风机；
2.设备设有隔热外壳；
3.管道有隔热层。


附　录　D 
（资料性附录）
主要应急救援设施列举

表D.1列举了电子器件制造业建设项目主要的应急救援设施。
表A.5　 电子器件制造业建设项目主要应急救援设施列举
	序号
	应急救援设施分类
	应急救援设施列举

	1
	企业应急救援力量
	监测报警装置
	特种气体及化学药液泄漏报警系统、手动报警按钮、消防专用电话、防入侵探测系统及电视监控摄像系统、化学有害因素泄漏探测报警装置、可燃气体泄漏报警装置、液体泄漏探测器、紧急切断开关

	2
	
	强制通风设施
	事故排风系统

	3
	
	现场紧急处置设施
	紧急喷淋洗眼器、化学应急事故处理设施和器材、防化学品泄漏围堰、泄漏槽、泄险沟、事故池、吸液棉条、中和剂

	4
	
	急救或紧急处置用品
	急救药箱

	5
	
	其他设备设施
	应急用品储存柜、正压式空气呼吸器、急救担架、应急救援通讯设备、风向标、应急通道、应急照明、逃生路线及标识、紧急救援站

	6
	外围应急救援力量
	医院、消防队
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